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パターン形成後も強い接着性を発現するネガタイプレジスト
レーザーアブレーションで容易に剥離可能
硬化膜は高い絶縁性と耐熱性を示す
生産効率を向上させる低温プロセスが可能（180℃硬化）
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感光性接着剤

1.VPAとは？

2.VPAの特徴

Varnish Photosensitivity AdhesionVPA

MEMS パッケージング μ-LED ディスプレイ 半導体 パッケージング

VPAパターン 
永久接合層 VPA膜

Mass Transfer仮接合層

VPA膜
再配線層、絶縁層

レーザー

高接着強度 レーザー剥離性

高解像性 高透明性

VPA
パターン 接着強度 > 20MPa

(ダイシェア試験）

パターニング後も、高い強度で接着可能

レーザー照射エリア

低エネルギーで均一に剥離可能

微細なパターンを形成可能（ネガ型)

FT : 20μm, 
L/S : 20/20μm

248,266nm
Laser

FT : 20μm, 
via : 50μmΦ
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可視領域で優れた透明性

%T (400nm) > 90%
@ 膜厚 10μm 



感光性接着剤 Varnish Photosensitivity AdhesionVPA

レーザー剥離性 高接着強度

高接着強度高解像性

低温プロセス高解像性
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3.VPAを適用した各種プロセスのご提案

4.VPAの代表的なプロセス条件

① μ-LEDのマストランスファー用接着剤 ③ 極薄基板用仮固定接着剤

④ 立体パッケージ用異種材料接着剤

⑤ WLP再配線層用の感光性絶縁膜

VPA : レーザー剥離層 レーザー
第 1 基材

第 2 基材

VPA: チップキャッチ層

µLED

1. 塗布・溶剤乾燥 A-2. 加熱圧着

B-2. 露光・現像

VPA: レーザー剥離層

ガラス基板

PKG 基板

VPA : 仮固定層

ダイサー VPA: 永久接着剤

VPA: 感光性絶縁膜

A-3. 硬化（ポストベーク）

簡易な製膜プロセスで、強固に接着が可能

B-3. 加熱圧着 B-4. 硬化（ポストベーク）

 ② FO-WLP（PLP）用仮接着剤

極薄基板

レーザー剥離性 高接着強度

レーザー剥離性 高接着強度 高透明性

加熱

加熱

Siウエハなど
VPA塗膜

ガラス,サファイアなど

VPA露光部VPA露光部

サポート基板

80ºC / 1min.
0.3MPa(真空下)

接着

110ºC /1min.
1.0MPa(真空下)

接着

スピン,スリットコートなど
90～110ºC/
1～ 5min. 

塗布
プレベーク

180～230 ºC/
30～90min.

ポストベーク

180～230 ºC/
30～90min.

ポストベーク
0.2～2.38% TMAH現像液
i線 (365nm)露光

現象
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VPA （プレベーク後）

ポストベークによりVPAを硬化ボンダーで加熱圧着

VPA （プレベーク後）

VPAのレーザー剥離性・高接着強度を利用し、
μ-LEDのマストランスファー用仮接着層に適用
可能です。さらに、VPAの粘着性を活かし、
キャッチ層にも適用可能です。

レーザーリフトオフ

レーザー

µLED

ガラス, サファイアなど

µLED

VPA 

VPA 248, 266, 308 nm レーザーによる転写
（355 nm剥離も開発中）

加熱
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VPAを仮接着剤に使用した μ-LEDのマストランスファープロセス（案）

VPAを永久接着剤に使用した μ-LEDのマストランスファープロセス（案）

５．①μ-LEDのマストランスファー用接着剤 －１

5．① μ-LEDのマストランスファー用接着剤 －２

ボンダーで加熱圧着

VPAをパターン形成後、
ボンダーで加熱圧着

µ-LEDとバックプレーンの
接続を確認

VPA（露光・現像後）

点灯したµ-LEDのみ
レーザーリフトオフ

ポストベークにより
VPAを硬化

レーザーリフトオフ

µ-LED

ガラス,サファイアなど

VPA（プレベーク後）

VPA（プレベーク後）

加熱

248,266,308nmレーザーに
よる転写（355nm剥離も開発中）

VPA

VPA

レーザー

µ-LED

VPAのレーザー剥離性・高接着強度を利用し、 μ-LEDの
マストランスファー用仮接着層に適用可能です。さらに、
VPAの粘着性を活かし、キャッチ層にも適用可能です。

VPAの高接着強度を利用し、μ-LEDの実装基板への転写・
固定に適用可能です。（株式会社ブイ・テクノロジーにて開発）

点灯 NG 点灯 OK

点灯OK 点灯OK 点灯OK 点灯OK

µ-LED µ-LED

バックプレーン

µ-LED

リペア用µ-LEDを加熱圧着

リペア用基板

加熱

加熱

感光性接着剤 Varnish Photosensitivity AdhesionVPA
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VPAを仮接着剤に使用したFO-WLPのプロセス（案）

VPAを極薄基板とサポート基板間の仮固定材として適用した製造プロセス（案）

5．②FO-WLP（PLP）用仮接着剤

５．③極薄基板用仮固定接着剤

ボンダーで加熱圧着 ポストベークにより
VPAを硬化 封止樹脂でモールディング

ボンダーで加熱圧着 ポストベークにより
VPAを硬化

バックグラインドで
ウエハを薄膜化

VPAの残渣

VPAの残渣

ドライエッチングや薬液洗浄で除去

Chip

Chip

ガラスなどのサポート基板

248,266,308nmレーザーに
よる剥離（355nm剥離も開発中）

248,266nmレーザーによる
剥離（355nm剥離も開発中）

VPAのレーザー剥離性・高接着強度を利用し、FO-WLP
のレーザー剥離用仮接着層に適用可能です。VPAの耐熱
性が高いため、封止樹脂の選択肢が広がります。

VPAのレーザー剥離性・高接着強度を利用し、ウエハプ
ロセス用仮接着層に適用可能です。

ドライエッチングや薬液洗浄で除去

VPA（プレベーク後）

VPA（プレベーク後）

グラインダー

ガラスなどのサポート基板

Si ウエハなど

加熱

加熱

感光性接着剤 Varnish Photosensitivity AdhesionVPA
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VPAを異種材料間接着剤に適用した立体パッケージの製造プロセス（案）

VPAを絶縁膜に使用した WLPの再配線層形成プロセス（案）

5.④立体パッケージ用異種材料接着剤

5. ⑤ WLP再配線層用の感光性絶縁膜

i 線ステッパー、
アライナーなどで露光

加熱圧着後、
ポストベークによりVPAを硬化

基材（Siウエハなど）

現像によりパターン形成（TMAHなど）

VPAをパターン形成
VPA （露光・現像後）

ポストベークにより
VPAを硬化 VPA上に金属配線層を形成

VPAのパターン形成、
硬化を繰り返す

VPA （露光・現像・硬化後）

半田ボール

VPAの解像性・高接着強度を利用し、 MEMSや
CMOS、SAWフィルター等で求められる中空構造
の形成が可能です。

VPAの高解像性を利用し、WLPの絶縁膜に適用可
能です。VPAはポリイミド系の材料と比較して低温
でのプロセス構築が可能です。

VPA (露光・現像後)

シールキャップ（ガラスなど）

ダイシングにより小片化

VPA

金属パッドなど

Chip

シールキャップ

シールキャップ
基材 （Siウエハなど）

ダイシングテープ

ダイサー

加熱圧着

素子（センサーなど）

Chip
封止材

加熱

感光性接着剤 Varnish Photosensitivity AdhesionVPA
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6.VPAシリーズの特性一覧

７． VPAの解像性

5% 重量減少温度 (TG-DTA)

ガラス転移点 (DMA)

線膨張係数 (TMA)

破断点強度

ヤング率

破断点伸度

誘電率

誘電正接

絶縁破壊電圧

最適露光量 (i 線 )

プレベーク後 , 25 ºC
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汎用
グレード

高感度
グレード

高柔軟性
グレード単位特 性

熱物性

感光性
粘着性

機械物性

電気特性

FT : 10μm, 
L/S : 20/20μm

FT : 10μm, 
Via : 50μmΦ

FT : 20μm, 
L/S : 20/20μm

FT : 20μm, 
Via : 50μmΦ

FT : 50μm, 
L/S : 30/30μm

FT : 50μm,
Via : 50μmΦ

ビア解像度 = アスペクト 0.5 ～1 
L/S 解像度 = アスペクト 1～2
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VPA膜厚 vs. 解像度
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感光性接着剤 Varnish Photosensitivity AdhesionVPA
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８．VPAの透明性

９．VPAのスピンコート条件と膜厚の関係

※表記されている値は代表値であり、規格値ではありません。
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Xrpm/10sec.

露光 : 100 mJ/cm²
ポストベーク: 230 ºC / 30 min.

膜厚 1μm
膜厚 10μm

可視領域での優れた透明性
%T（400 nm） > 90% @ 膜厚 10μm

VPA硬化膜の透過スペクトル （汎用グレード）

スピンコート回転数と膜厚の関係
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NV.50%（240mPa・s）
NV.40%（50mPa・s）
NV.30%（14mPa・s）

露光 : 100mJ/cm²　ポストベーク : 230ºC/30min.

汎用グレード

感光性接着剤 Varnish Photosensitivity AdhesionVPA
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1０．VPAのスピンコート条件と膜厚の関係

１1．VPAのスピンコート条件と膜厚の関係

スピンコート回転数と膜厚の関係

スピンコート回転数と膜厚の関係

※表記されている値は代表値であり、規格値ではありません。

400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Xrpm/10sec.

Th
ic

kn
es

s(
µm

)

露光 : 100mJ/cm²　ポストベーク : 230ºC/30min.

露光 : 100mJ/cm²　ポストベーク : 230ºC/30min.
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高感度グレード

高柔軟性グレード

感光性接着剤 Varnish Photosensitivity AdhesionVPA

NV.50%（120mPa・s）
NV.40%（30mPa・s）
NV.30%（10mPa・s）

NV.50%（230mPa・s）
NV.40%（50mPa・s）
NV.30%（14mPa・s）




